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RHe Microsystems eréffnet Micro Assembly Center

in Radeberg

Durch die Investition in vollautomatische Fertigungslinien, die Erweiterung des Produkt- und Technologie-
portfolios und den Ausbau der Messtechnik konnte die scchsische RHe Microsystems GmbH im Geschiifts-
Jjahr 2007 eine bedeutende qualitative und quantitative Erweiterung erreichen. Es wurde ein neues Micro
Assembly Center (MAC) zur automatischen Mikromontage von komplexen Baugruppen geschaffen, dass auf
die Fertigung von Mikrowellenmodulen, Opto-Elektroniken als auch Mikrosystemen ausgerichtet ist. Damit
konnte sowohl eine Kapazitdtssteigerung, als auch eine neue Fertigungsqualitdt fiir die Kunden realisiert

werden.

Zur Zeit des letzten PLUS-Berichts (PLUS 5/2007,
S.928) iiber den Hersteller kundenspezifischer
Mikrosysteme, Elektronikmodulen und Hybrid-
bauteilen in Radeberg, Sachsen, sollte durch eine
Konsolidierung und die Integration in die Schwei-
zer Industriegruppe Cicor Technologies neue Chan-
cen entstehen und der Standort weiter ausgebaut
werden. Seither wurde dieser Weg konsequent und
erfolgreich fortgesetzt — es entstand eine neue Qua-
litdt der Fertigung.

RHe bearbeitet ein breites Technologiefeld sehr
komplexer und verschiedenartiger Baugruppen im
Mikrowellenmodulbereich. Durch das neu gebildete
Micro Assembly Center und das zusitzliche Equip-
ment in den vorhandenen Bereichen sollen durch
Automatisierung und Qualifizierung der Fertigung
und Erweiterung der Technologien, die Fertigungs-
kapazitdten und die Produktqualitdt im Bereich
Mikrowellenmodule bedeutend ausgebaut werden.
Die Einbeziehung optischer Komponenten in die
Fertigung, die Fertigung von Komponenten der
Opto-Elektronik und der Mikrosystemtechnik wird
in Zukunft in weit gréBerem Maf3e betrieben. Eine
Rekonstruktion/Erweiterung des Reinraumsystems

Micro Assembly Center
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und die Erweiterung der Messtechnik sichern auch
die bisher erreichte Fertigungsqualitit.

Bereits in den vorangegangenen Jahren entwickelte
sich RHe Microsystems sehr positiv und setzte auf
umfangreiche Investitionen in Equipment und Tech-
nologieaufbau.

Micro Assembly Center (MAC)

Kern des Micro Assembly Centers sind zwei voll-
automatische Montagesysteme vom Typ Micron 2.
In diesen Stationen lassen sich eine Vielzahl von
Komponenten automatisch montieren — wie SMD,
Nacktchip, COB, MEMS, Die-Attach, unterschied-
lichste Substrate sowohl vom Material, als auch
den Abmessungen. Die Bestlickung der sehr unter-
schiedlichen Bauteile erfolgt automatisch mit Robo-
terarm aus den verschiedensten Bauteilpackages,
wie Wafer, Waffle-Pack etc. Ein Vision-System
ermdglicht die automatische Lageerkennung. Die
Ablage im Rack erfolgt ebenfalls automatisch. In
den Bildern ist die Komplexitit der Baugruppen
und der zu verarbeitenden Bauteile zu erkennen.

Das Micro Assembly Center wurde raumlich abge-
trennt in das bestehende Reinraumsystem bei des-




sen Rekonstruktion mit integriert, sodass auch kon-
trollierte klimatische Verhéltnisse fiir eine hohe und
konstante Qualitdt sorgen.

Die Erweiterung des Produktportfolio Montage/
Assembly wurde erreicht durch:

Vollautomatische Mikromontage komplexer
Bauteile und Baugruppen durch ein hochprazises
automatisches Mikromontagesystem
Automatisches Wedge-Wedge-Bonden fiir
Diinn- und Dickdrihte sowie automatisches Ball-
Wedge-Drahtbonden; beide Drahtbondtechniken
kénnen jetzt automatisch und kosteneffektiv aus-
gefiihrt und entsprechend der Applikation opti-
mal ausgewihlt werden

Automatischen Béndchenbonden fiir HF-Appli-
kationen

Automatische Bestlickung von zwei Seiten aus unter-  Drahtbonden mit Zufiihrung im Rack

schiedlichsten Verpackungsformen mit Roboterarm

Die Steuerung der automatischen Bestiickungslinie mit ~ Vakuuml6ten mit zwei Vakuumkammern gekoppelt an
Vision-System Micron 2
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Messtechnik in erweiterter Reinraumtechnik

Automatisches flussmittelfreies Léten durch ein
in die Fertigungslinie integriertes Vakuum-Lot-
system mit Roboterarm und zwei Lotofen fiir
wechselseitigen Betrieb; das System ermdoglicht
ein lunkerfreies Loten fiir Nacktchips mit hoher
Verlustleistungsdichte

Komplexe HF-Priifsysteme fiir die Qualitits-
iiberwachung ,,vor Ort“ und Auslieferung von
gepriiften Baugruppen

Aufstockung der bisherigen SMD-Technik

Hier wurde durch punktweise Ergdnzung der be-
stehenden Ausriistungen ebenfalls ein neuer Stand
erreicht. Zu erwdhnen sind

Installation weiterer leistungsfahiger Draht-
Bondautomaten insbesondere fiir das Bonden
kleiner LED- oder PIN-Dioden
Beam-Lead-Bonder fiir die Spezialmontage von
sehr kleinen Beam-Lead-Dioden, die haufig bei
HF-Schaltungen verwendet werden; die sehr klei-
nen Beam-Leads werden mittels Thermosonic
gebondet

Automatisches Die-Attach, das eine kosteneffi-
ziente, prizise Montage von Nacktchips verschie-
dener Grofle aus verschiedenen Verpackungsfor-
mung (Wafer, Waffle-Pack etc.) unter sehr guten
Reinraumbedingungen ermdglicht

Ein weiterer automatischer Lotpastendrucker
und ein automatischer Dispenser

Weitere automatische Laser-Abgleichsysteme
Spaltschweiflanlage

Erweiterung der Plasmareinigung fiir die Vorbe-
handlung von Substraten

Klebevorrichtung fiir Klebefolien
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Die unterschiedlichsten Substratmaterialien und Formen
miissen bearbeitet werden, hier im Drahtbondautomaten



HF-Messung eines Mikrowellenmoduls

Erweiterung der Messtechnik

Durch die vorhandenen und ergidnzten Ausriistun-
gen ist es jetzt moglich, die Baugruppenpriifung fast
vollstindig im Haus und im unmittelbaren Produk-
tionsfeld auszufiihren:

— RHe hat weitere und komplexere HF-Mess- und
Priifanlagen fiir funktionelle Tests und 100 %ige
Funktionspriifungen aufgebaut. Die Anlagen
kénnen mit Spezial-Adaptern alle HF-Kenn-
grofien, die S-Parameter in unterschiedlichen
Temperaturbereichen testen. Von bisherigen
Einzelplatzlosungen wurde zu komplexen Mess-
stationen iibergegangen, die in unmittelbarer Fer-
tigungsnahe z.B. im MAC Priifungen bei laufen-
der Fertigung ermdglichen.

— Zur Verfiigung steht ein weiterer Pull/Shear-Tes-
ter zur Priifung der Festigkeit von Verbindungen,
insbesondere der Bondqualitit.

Rontgeninspektion

. \

Qualitétspriifung von rechts: Plasmareinigung, optische
Inspektion, Schichtdickenmessung, Rontgenfluoreszenz-
analyse

Komplexe HF-Priifung an einer eigenentwickelten Anlage
auflerhalb des Reinraumes

Mikroskopaufnahme eines Beam-Lead-Bonds
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— Ein Profilometer von Nanofocus wurde fiir die
Bestimmung von Oberfldchenparametern bereit-
gestellt.

— Die neue Rontgeninspektion von Feinfocus
dient der Priifung der Lotqualitat, insbesondere
von Lotungen von diffizilen Bauelementen, wie
hochpoligen BGAs, FC, Zwischentréger.

— EineRontgenfluoreszenz-Schichtdickenmessung
von Fischer wird insbesondere fiir die Priifung
von Materialien in einem Metallisierungssystem
eingesetzt.

RHe engagiert sich stindig, neue Technologien der

Aufbau- und Verbindungstechnik anzubieten. Uber

die Zusammenarbeit in lateralen Projekten wurde

bereits berichtet. Inzwischen sind zwei fiir das

Unternehmen neue Technologien hinzugekommen:

Das ausriistungsseitig qualifizierte Beam-Lead-

Bonden und Untersuchungen zum Einsatz alumi-

niumbeschichtete Gold-Bonddrahte fiir das Draht-
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Am speziellen Beam-Lead-Bonder

bonden bei Raumtemperatur, eine Entwicklung der
TU Dresden. -bie-
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